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行動智慧電子系統關鍵材料之

應用與挑戰

我們正處在充滿電腦科技的世界裡，它不斷地在改變，也不斷地創造改變。未來幾年

隨著環境感測器之逐漸成熟，整合智慧物件及人體姿態之智慧輸入介面將扮演更重要的角

色。搭配電腦人機介面之演變，在影像顯示之發展上，將由傳統固定型之影像顯示應用逐

漸轉變為攜帶型軟性顯示器多樣化複合應用之情境。無所不在之電子應用夢想將逐步實現，

透過電子功能之植入，將使得許多傳統民生用品更有智慧，能提供更多樣之主動式服務。

例如印製電子(Printed Electronics)之發展有機會將電子功能以更便宜、省能及多樣化之方式

埋入各式之織品、紙及塑膠基材中。

綜合上述智慧系統產品之發展趨勢，電子材料及元件將持續強調行動智慧、醫療照護、

環境保護等應用，以改善人類之生活品質及邁入與環境永續共存經營之目標。目前台灣在

行動智慧電子產品供應鏈及技術發展上已位居優勢，無論是晶片設計、製造或構裝技術，

都在全球市場居重要地位。近年來，行動智慧電子產品外觀持續輕薄短小，強調多功能整

合之系統構裝技術逐漸成為未來發展主軸，隨著行動電子產品功能之日趨複雜，所採用的

晶片元件越來越多，晶片構裝開始朝向以印刷電路板為整合平台之方向演進。可預期新世

代 IC載板及高密度電路板產業將面臨元件內埋、高頻雜訊抑制及多功能整合之需求。因此，

透過新材料開發，將可引導我國電子材料產業朝向高值化方向發展，在材料及零組件特性

上將更強調可撓、多功能、智慧化、製程多元化及環境相容性。

本期技術專題將針對行動無線感測器技術之應用情境及智慧建築上之節能及模組化發

展趨勢進行說明。在 RFID（無線射頻辨識技術）上，將引述目前特殊天線設計方式，並提

供目前工研院在 RFID方面與業界合作的研發成果。在晶片內埋技術上，則探討應用於功

率晶片模組化之技術挑戰，針對潛在之可靠性問題及製程技術進行分析。在印製電子材料

技術上，則利用印製奈米銅導體材料取代現行蝕刻製程電路，以期望達到增加製程效率且

減少材料損耗之功效。本專題期望能結合上述新技術資訊之介紹，讓國內產業界更重視相

關技術之開發，進而促成多元應用、功能提升、彈性製程之諸多新技術逐步實現，使電子

產業之發展充滿更多創新發展空間與新市場的開拓機會。


